Servicezentrum Elektronik

Servicezentrum Elektronik (ZE)

Leistungsangebot der — Leiterplattenkonstruktion mit EAGLE Version 3.55,
Elektronik-Fertigung

— Bestiickung von SMD-Baugruppen mit hochwerti-

Die Gruppe ZE hat die Aufgabe, Standardverfahren fur gen Geraten:

die Erstellung und Prifung von elektronischen Bau-
gruppen und Geraten bereitzustellen, mit deren Hilfe
Kundenauftrage bearbeitet werden. Der Zustand dieser
Standardverfahren orientiert sich am allgemeinen tech-

nischen Standard sowie an den Kundenanforderungen. - Bestiickung der Bauelemente mit Hilfe eines Halb-
Das Angebot umfasst automaten bis Pitch (Anschlussrast@gmm,

- Préaziser Schablonen-Druck der reinigungsfreien
Lotpaste mit Hilfe eines Video-Korrektursystems,

- Lotenin der Dampfphase, das heil3t minimale ther-
mische Belastung (maxim215C) der Baugruppe
unter Sauerstoffabschluss (keine Oxydation),

— die Geratekonstruktion: Konstruktion des Geréate-
aufbaus nach vorgegebener Schaltung und mecha-
nischen Vorgaben,

— die Leiterplattenkonstruktion nach vorgegebener
Schaltung,

— die Beschaffung aller erforderlichen Bauelemente,
— die Bestickung von konventionellen und SMD Bau-

grtippen. Maglichkeit der Erstell Prif
. . . — Madglichkeit der Erstellung von Priifprogrammen
— Gehausebeschaffung und -bearbeitung, sowie Be- i Hiiite von LABVIEW und VISUAL BASIC.
druckung von Gehéuseteilen,

— Gerateaufbau und -verdrahtung, Herstellung von
Kabeln, Bauelemente fur die Leiterplattenbestiickung konnen
uber Wertkontraktabruf bei mehreren Distributoren
und die Gerétepriifung nach Vorgabe r%chnellbeschafftwerden. Der Entwurf einer Baugruppe
' unter Verwendung von SMD-Bauelementen erfordert
— die Dokumentation (Schaltplan, Layout, mechani-im Gegensatz zu einer rein konventionellen Baugruppe
sche Zeichnungen, Stiicklisten, Video-Bilder),  wesentlich mehr Voriiberlegungen, um eine prozessge-

— die Reparatur und Wartung von Baugruppen undechte Fertigung zu ermdglichen.
Geraten.

- SMD-Reparaturplatz,

- ESD-Absicherung der Fertigungszelle,

Alle Informationen dazu finden sich auf den ZE-Web-
Seiten oder in der Broschire ,,Richtlinien fur die Fer-
Die zugehorige technische Ausstattung ist: tigung von Flachbaugruppen®.

— Mechanikkonstruktion zukunftig mit AutoSketch Die Aufteilung der Arbeiten der Elektronik-Fertigung
R6, das mit AutoCAD R14 und AutoCAD LT kom- auf die einzelnen Bereiche fur das Jahr 1999 zeigt
patibel ist, Abbildung 108.
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Abbildung 108:Verteilung der Arbeiten der Elektronik-Fertigung auf die einzelnen Bereiche.

Neue Techniken: Das Bonden Prifung von Baugruppen
und Geréaten

Seit Mai 1999 ist ZE an der Einfiihrung eines Bondpro-Um gefertigte Elektronik sicher in Betrieb zu nehmen,
zesses im Rahmen des ZEUS Micro-Vertex-Detektor$ind eindeutige Test- und Prufmethoden unerlasslich.

beteiligt. Nach Abschluss des Projekts soll der Prozes§azu braucht ZE eindeutige Plane und Funktionsbe-
von ZE Ubernommen werden. SChrelbungen (BIOCkSChaIthIder). Mit dem Elektronik-

Priffeld missen parallel zur Entwicklung des Gerats
Naheres zur Technologie ist auf den Web-Seiten odefest- und Prifmethoden formuliert und umgesetzt wer-
bei einer Besichtigung der Fertigungsanlagen verfiigden. Das ist besonders wichtig bei hohen Stlickzahlen
bar. und/oder externen Tests.



